Bericht der Regionalgruppenveranstaltung in Berlin am 13.08.2019

Nach der Berliner Ferienzeit am 13. August konnten vom Gastgeber TAUBE ELECTRONIC GmbH 30
Teilnehmer zur 3. Veranstaltung der Regionalgruppe Berlin begriiit werden. Marco Schiller, diesmal
in der Doppelfunktion Regionalgruppenleiter Berlin und Projektleiter bei der TAUBE ELECTRONIC gab
die Neuigkeiten aus dem Verband bekannt und stellte die Firma mit aussagekraftigen Punkten vor.
Seit ihrer Griindung im Jahre 1986 und der kontinuierlichen Weiterentwicklung entlang der
elektronischen Gegebenheiten gewahrleistet TAUBE ELECTRONIC heute eine sichere Anwendung der
neuesten Technologien. So fertigt die Firma mit 32 Mitarbeitern fiir 65 Kunden rund 40.000
Baugruppen mit unterschiedlichen Typen im Jahr. Gefertigt wird gemaR IPC-Klasse 2 und 3 wobei die
Qualitat mit den neusten Test- und Kontrollmdglichkeiten garantiert wird. Die Kunden kommen aus
der Medizintechnik, der Energiegewinnung und -umwandlung, in der industriellen Elektronik z.B. aus
der Antriebstechnik und der Luft- und Raumfahrt. Die Firma stellt sich mit fachlicher Kompetenz und
hoher Qualitdt den heutigen Herausforderungen in der Elektronikfertigung.

In der anschlieBenden Prasentation werden in einem kurzen Uberblick die Ziele und Aufgaben des
Verbandes und die vielen Maoglichkeiten fiir Networking und Informationen auf seinen Plattformen
aufgezeigt. Ein Riickblick auf den Designertag zeigt in eindrucksvoller Form die Aktivitaten des
Verbandes.

Marco Schiller Michael Kasper Dr. Andreas Reinhardt
Regionalgruppenleiter Berlin  Geschaftsfiihrer Firma Kasper Vliesstoffe Forschungsleiter Firma SEHO

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen gilt auch fur Fertigungsverfahren in der
Elektronikbranche. Uber ressourcenschonende und energieeffiziente Lotprozesse im Wellen|6t-
bzw. Selektividtverfahren und im Reflowlotprozess berichtet im 1. Vortrag Dr. Andreas Reinhardt von
der Firma SEHO.

Durch selektives Fluxen kann der Flussmittelauftrag deutlich verringert werden, auf der Baugruppe
entstehen weniger Riickstdnde und das Kriechen unter einer Lotmaske kann vermindert werden.
Gleichzeitig kdnnen im Prozessablauf die Taktzeiten gekirzt und damit die Wartezeiten kleiner
werden. Dennoch muss beachtet werden, dass zwischen SMT und THT-Lotprozessen Verweilzeiten
vorhanden sind. Bei ungiinstigen Layouts miissen die Prozesse angepasst werden, um einen
genigenden Durchstieg des Lotes bei THT-Bauteilen zu gewahrleisten. Die auf den Baugruppen
verbleibenden Flussmittelriickstande fihren zu Schadigungen bei der Betauung, verringern den
Oberflachenwiderstand und fiihren damit zu Dendritenwachstum und spateren Kurzschliissen
zwischen den Leiterbahnen. Bei anschlieRenden Weiterverarbeitungsprozessen wie Bonden oder
Kleben kénnen Probleme auftreten. Die Vermeidung von Lotmittelriickstdanden kann durch ein neues
I6semittelfreies Lotverfahren erreicht werden.
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Hierbei wird eine Plasmatechnologie im Wellenl6tprozess integriert. Im Verbund mit anderen Firmen
wurde diese Verfahren im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt. Dabei kommt eine
Plasmaflamme zum Einsatz in der ein e
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bringt. Mit diesem Verfahren kann Quelle:Vortragsfolien Dr. Reinhardt, SEHO

eine konstante Forderrate im linearen Zusammenhang mit der Vorschubgeschwindigkeit
gewahrleistet werden.

Untersuchungen zur Ermittlung des besten Flussmittels mit organischen Carbon- und Dicarbonsauren
mit und ohne Harzadditive in unterschiedlichen Schmelzbereichen ergaben, dass die besten
Lotergebnisse mit Adipinsaure erreicht wurden. Dieses Flussmittel ist Halogen- und Halogenidfrei,
enthalt keine Schadstoffe gemall den REACh-Vorgaben und ist RoHS-konform.

Die Bewertung des Lotdurchstieges mit unterschiedlichen Flussmitteln ergaben differenzierte
Ergebnisse, wobei die Benetzung in den Durchkontaktierungen zum Teil nicht ausreichend war. Im
SIR-Test, Messung des Oberflachenwiderstandes, nach Langzeitlagerung und
Temperaturbeaufschlagung konnten keine Werte unter 102°"™ gemessen werden. Gute
Lotergebnisse zeigten sich im Lotprozess mit Test- und Serienboards. Die Plasmabehandlung fiihrte
zu keinen Bauteilausfallen. Damit kann das Plasmaverfahren als stabiler COC freier Prozess als Ersatz
fr den flissigen Flussmittelauftrag verwendet werden. Die Integration in vorhandene Anlagen ist
gegeben.

Andere Moglichkeiten zur Erhéhung der Effizienz im Wellenlétverfahren ist die Reduzierung von
Abfall (Kratze), ein geringerer Materialeinsatz von Stickstoff. Die Erhohung der Flexibilitat und des
Durchsatzes im Lotprozess verringert wesentlich den Energieverbrauch. Dazu beitragen kann die
Anwendung von unterschiedlichen Strahlungsheizungen wie Radiatoren, Quarzstrahler oder Pulsar-
Emitter in der Vorwarmphase. Beachtung muss dabei aber den zu verarbeitenden Baugruppen
beziiglich Uberheizung geschenkt werden. Die Regulierung kann durch Einsatz von Sensorik im
Heizbereich realisiert werden, so dass ein konstantes Heizprofil Giber das Produktspektrum maoglich
ist.

Der Verwendung von niedrig schmelzenden Loten bringt ebenfalls eine Erhohung der
Energieeffizienz. Wismutlegierungen, BiSnAg, haben einen Schmelzpunkt zwischen 138°C und 140°C
je nach Silberanteil und benétigen fir die Verarbeitung im Prozess einen wesentlich geringeren
Energieeinsatz. Zudem wird die Schadigung von Bauteilen wesentlich herabgesetzt bzw. vermieden.
Die Anwendung der Lote ist im Wellenlotverfahren unkritisch, zumal Bleianteile heute nicht mehr auf
den Baugruppen zu finden sind. Der Einsatzbereich der gefertigten Baugruppen im Bereich bis 100°C
ist gewahrleistet. Allerdings muss in der Anlagentechnik die Ausdehnung im Lottiegel von 0,77% in
der Ubergangsphase zwischen fest und fliissig beachtet werden. Die Tiegeltemperatur muss auch im
Ruhezustand im Liquidusbereich liegen. Die niederen Prozesstemperaturen verkiirzen die Vorheiz-
und die Abkuhlzeit und somit die Steigerung des Durchsatzes der Baugruppen. Ein guter Durchstieg in
den Durchkontaktierungen bei entsprechenden Benetzungszeiten wird erreicht und eine
Kratzebildung auf dem Lotbad stark reduziert.
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Im Reflow-Lotverfahren wird ein groRer Anteil an Energie im Prozess verbraucht. Hier bietet die
»selbstheizende Leiterplatte” eine Alternative. Eine Karbonschicht zwischen Top- und Bottemlage
fungiert dabei als zusatzliche Heizschicht wobei darauf geachtet werden sollte, dass die Schicht mittig
im Aufbau angeordnet ist um einer gleichméRige Erwarmung an Ober- und Unterseite zu
gewadbhrleisten. Die Dicke der Heizschicht ist < 50um, verschiedene Karbonmaterialien und
Kombinationen in Verbindung mit dem Binder, Acrylate, Polyimide und Epoxy, finden in dem
Leiterplattenaufbau Anwendung. Die Ergebnisse in den Tests wurden mit Simulationsergebnissen zur
Prozessverbesserung betrachtet.

Die Teilnehmerrunde Pausengesprache

Ein wesentlicher Faktor flir die Qualitat von elektronischen Produkten ist die Reinigung wahrend des
Fertigungsprozesses. Michael Kasper, Firma Kasper Vliesstoffe, referiert dazu im zweiten Vortrag der
Veranstaltung mit dem Titel Professionelle Reinigung in der Elektronikfertigung.

Sowohl in der manuellen Reinigung, Zwischenreinigungsprozesse zur Instandhaltung und Wartung
der benétigten Werkzeuge mit trocknen oder mit Reinigungsmittel getrankten Tlchern, als auch in
der automatischen Reinigung mit Reinigungsrollen in einer Fertigungslinie sind spezielle Vorgaben in
der Elektronikindustrie zu beachten. Hierzu zahlen Punkte wie der Verschmutzungsgrad, die Art der
Verschmutzung und mit welchen Materialien wird wie (manuell oder automatisch) und wo
(Fertigungsrdaume oder Reinraum) gereinigt. Um den Vorgaben gerecht zu werden missen die Tlicher
bzw. die Rollen nachfolgende Anforderungen erfillen,

e bestandig gegen Losungsmittel,

e geringe Abgabe von Abriebspartikeln,

e hohe Saug- und ReiRfestigkeit besonders bei der automatischen Reinigung mit Rollenware

e einen textilen Charakter

e eine gute Verarbeitung in der automatischen Reinigung (Saugfahigkeit und

Luftdurchlassigkeit)

Um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen sind viele Einflussfaktoren bei der Herstellung der
Vliesstoffe Voraussetzung, die Oberflachenstruktur, das Flachengewicht, die Faserart und -
zusammensetzung und die Faserverbindung. Die Oberflachenstruktur ist von der zu reinigenden
Oberflache abhangig. Durch die Fertigung von Tlichern mit glatter oder gekreppter Struktur, feiner
oder grober Siebstruktur, gepragter Struktur oder ,,Meltblow Polymer Struktur kénnen die
Oberflachenstrukturen dem Reinigungsbedarf angepasst werden. Die Verbindungen der einzelnen
Fasern untereinander konnen durch Klebepunkte, Verschmelzungen oder durch mechanische
Verfestigung (Verwirbelung) der Fasern realisiert werden. Viele Einwirkungen, vor allem chemische,
auf die Bindematerialien kénnen diese verandern und auch zersetzten. Als Folge werden Fasern
freigesetzt, die als Riickstdnde auf der zu reinigenden Oberflache verbleiben. Bei gréRerem Einsatz
von Chemikalien wahrend der Sduberungsaktion werden die Verbindungsstellen nicht zersetzt aber
ein hoher Sattigungsgrad des Tuches ist die Folge und damit wird die Feuchtigkeitsaufnahme des
Materiales vermindert und die anschliefende Trocknungszeit wird groRer. Bei der Verwendung von
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Tlchern ohne Bindemittel zwischen den Fasern, sondern durch Verwirbelung dieser, wird eine
gleichmalige Feuchtigkeitsaufnahme gewahrleistet. Mit der geschiitzten SONTARA-Technologie wird
eine Verdichtung der Fasern durch ein Wasserstrahlverfahren erreicht. Eine Zusammenfassung der
Eigenschaften durch die unterschiedlichen Bindemittel beim Fertigungsverfahren siehe in der
nachfolgenden Folie.

Mit Bindemittel Ohne Bindemittel
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Quelle Vortragsfolien Michael Kasper, Kasper Vliesstoffe

Neue Herausforderungen stellen sich im Reinigungsprozess beim Einsatz in der Elektronik durch
Industrie 4.0. Einfllisse im Reinigungsprozess selber, durch die Lieferanten der
Verarbeitungsmaschinen und durch ein besonderes Herstellungsverfahren des Reinigungsvlieses sind
dabei wesentliche Faktoren. Im automatischen Fertigungsablauf muss erkannt werden, welchen
Zustand das Reinigungsvlies hat und ob die zu reinigende Oberflache eine genligende Sauberkeit
aufweist. Der Maschinenpark in der Fertigung muss den Anspriichen fiir eine Anwendung der RFID-
Technologie, mit der der Datentransport gewahrleiste wird, entsprechen. Die Anforderungen an das
Reinigungsvlies entsprechen denen flir den manuellen bzw. maschinellen Einsatz. Hinzu kommt
jedoch der Nachweis von Qualitdtsdaten die durch entsprechende Mess- und Kontrollverfahren
standig Gberprift und nachgewiesen werden mussen.

Das Vliesmaterial muss fiir den Reinigungsprozess und der zu reinigenden Oberflache passenden
Qualitatsdaten mit einem RFDI-Tag identifiziert werden kdnnen, um einen ordnungsgemalien
Prozessablauf zu gewahrleisten. Die Herausforderung besteht dabei in der Anbringung des Chips und
Uber die Bestimmung der Leistung wie Reichweite, Lesbarkeit und Materialdaten. Als Information
miissen werkseitige Daten, Tuchbreite, Druckertyp, Qualitat, Artikelnummer und andere wichtige
Prozessparameter, sowie Kundenspezifikationen abrufbar sein.

Durch die steigende Miniaturisierung und groRerer Komplexitdt der Baugruppen mussen auch die
Reinigungsprozesse den Reinheitsanspriichen angepasst werden. Eine von Faserresten freie
Oberflache ist bei der heutigen Miniaturisierung der Bauelemente im Fertigungsprozess eine
Voraussetzung. Die Reinigung muss griindlich unter hohen Qualitatsanspriichen durchgefiihrt
werden. Um dieses zu realisieren muss auch die Reinheit der Reinigungsmaterialien diesem Anspruch
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Rechnung tragen. Die Schablonenreinigung geniigt nach dem ,,normalen” Herstellungsverfahren der
Reinigungsrollen nicht mehr den Anforderungen. Die diinnen Schablonen beschadigen durch die
scharfen Kanten das Vlies. Die Reinigung muss zirkulierend an der Ober- und Unterseite durchgefiihrt
werden und damit nimmt auch die mechanische Belastung zu. Die Konsequenz ist ein spezielles
Gewebe, gezwirbelte und gedrillte lange Fasern und die Fertigung der Reinigungsrollen im Reinraum
Klasse 7. Durch lonisation und zuséatzlicher Absaugung werden die Staubpartikel auf dem Vlies
entfernt.

Quellen: Vortragsfolien: Ressourcenschonende und energieeffiziente Lotprozesse, Dr. Andreas
Reinhardt, Firma SEHO

Reinigung in der Elektronik, Michael Kasper, Firma Kasper Vliesstoffe

Prasentation Firma TAUBE ELECTRONIK GmbH

Die Vortragsfolien kdnnen mit Genehmigung der Firmen auf der FED-Website eingesehen werden

Klaus Dingler
Regionalgruppenleiter
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